
VK1622B  COB资料    

COB PAD图

芯片面积：2080×1895 um2 ，衬底电位：VDD 
PAD 大小：90×90 um，间距：112 um，铝垫大小：100×100 um，铝垫厚度：1um 
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COB PAD坐标

(坐标原点在芯片中心，单位：μm) 
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序号 名称 X 坐标 Y 坐标 序号 名称 X 坐标 Y 坐标
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